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MDS 1560MDS 1560 — 微喷射点胶系统 — 微喷射点胶系统

实现最佳的焊锡膏点胶效果实现最佳的焊锡膏点胶效果

实现精准点胶
确保稳定运作
采用独创技术VT
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焊锡膏焊锡膏
点胶系统点胶系统

基于独创动力冲击技术的焊锡膏点胶系统基于独创动力冲击技术的焊锡膏点胶系统

微密斯点胶科技推出的 MDS 1560 点胶系统， 
采用DST动力冲击技术，为5号以上焊锡膏提供 
可靠的点胶方案，实现最小喷射点和最理想的 

点胶效果。

微密斯微点胶系统 MDS 1560 广泛应用于各类 
供应商的焊锡膏点胶。该系统易于集成到各类 

生产机械平台，例如点胶机或网印机。
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焊锡膏点胶效果焊锡膏点胶效果  
使用 MDS 1560 微喷射点胶系统

点胶应用案例：点胶应用案例：

模块封装 

POP 叠层封装点胶

·焊锡膏型号：7号 

·胶点尺寸：180μm

3-D MID 三维模塑 

互连器件生产

·焊锡膏型号：5号 

·胶点尺寸：300μm

电子元件 

在印刷电路板上的贴装

·焊锡膏型号：6号 

·胶点尺寸：220μm

微密斯微喷射点胶系统 MDS  1560 帮助客户实现 

最理想的焊锡膏点胶效果，具有多种优势：

• DST(德仕特)——微密斯微喷射点胶的革新性驱动

原理技术

• 最佳的通道引导和压缩几何结构

• 即使最小的冲程也可产生强劲的冲力，实现精准、 

高速的点胶

• 喷嘴加热系统确保介质的温度恒定、粘度稳定

在微密斯，我们广泛研究各类焊锡膏的性能表现， 

使我们的系统更适合客户应用，打造最佳解决方案。

若您的点胶介质需单独进行应用测试，欢迎联系：若您的点胶介质需单独进行应用测试，欢迎联系：  
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